
7

。現在、上述理由によ
り有機層上へのAl成膜には主に蒸着速度の遅い抵抗
加熱蒸着法が使用されている。Al層と有機層の間に
抵抗加熱蒸着法で薄い透明導電層を成膜し、Al成膜
時のダメージ因子から有機層を保護する方法も試みら
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